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	超音波半田付け技術
	【接合原理】�　通常の半田(SnCuAg等)による接合とは、合金層による接合であり、母材表面で金属結合が生じ、合金層が生成されます。��【半田付けプロセス】�　母材表面には酸化膜がありますので、�始めにフラックスで取り除きます。�酸化膜が除去された所へ半田を付けると�母材の上を広がり、この状態を「ぬれ」�と呼びます。�その後、半田の錫�と母材が混ざり�「拡散」を行い、�半田が冷えること�で合金化されます。
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